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摘要(译)

结晶（微）LED显示器组件，制造这种显示组件的方法，晶体LED源基
板，（微）LED可以从该基板转移到显示组件，以及制造这种源基板的
方法。可以准备LED元件以通过拾取或其他方式转移到接合衬底。锚定
和释放结构使LED元件能够固定并电耦合到具有导电聚合物的键合衬
底。可以准备LED元件以转移到具有自对准LED电极金属化结构的接合
衬底，使得元件能够利用粘合剂固定到接合衬底并且与自对准局部互连
金属化电耦合。在固定LED元件之后，可以在LED元件周围建立材料，
并且将显示组件与接合基板分离。
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